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证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2026-010

上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书（草案）（注册稿）修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及

支付现金方式购买四川易冲科技有限公司 100%股权，同时募集配套资金（以下

简称“本次交易”）。

公司于 2026年 1月 16日收到上海证券交易所出具的《上海证券交易所并购

重组审核委员会 2026年第 2次审议会议结果公告》，审议结果为：本次交易符合

重组条件和信息披露要求。公司于 2026年 1月 10日披露了《上海晶丰明源半导

体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（上

会稿）》（以下简称“草案（上会稿）”）等文件，具体内容详见公司在上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告及文件。公司于 2026年 1月 27

日披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）。相较草

案（上会稿），草案（注册稿）的主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中

的简称或释义均与重组报告书中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

章节 修订情况

重大事项提示
更新本次交易已履行的程序、业绩承诺与补偿安排、标的公司

财务报告截止日后经营情况

重大风险提示
更新本次交易审批风险、标的公司未能实现业绩承诺及补偿

覆盖比例较低的风险

第一章 本次交易概况 更新本次交易已履行的程序

第二章 上市公司基本情况 更新上市公司历史沿革

第三章 交易对方基本情况 更新交易对方存续期与锁定期匹配情况

第六章 标的资产评估情况 更新定价公允性分析等

第七章 本次交易主要合同 新增《业绩补偿协议之补充协议》
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章节 修订情况

第九章 管理层讨论与分析 更新标的公司财务报告截止日后经营情况

第十二章 风险因素分析
更新本次交易审批风险、标的公司未能实现业绩承诺及补偿

覆盖比例较低的风险

此外，根据公司签署的《业绩补偿协议之补充协议》，调整了全文相关表述，

详见《草案（注册稿）》楷体加粗部分内容。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司

董 事 会

2026年 1月 27日
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